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The invention relates to a manufacturing method for a plastic-metal composition with good 
adhesive strength, in particular a potentiometer/conducting-track system with a plastics 
paste/carbon-material (thick-film) potentiometer to be applied to a conducting track. The aim 
is to achieve greatest possible adhesion between the potentiometer track of the 
potentiometer and the conducting track. For this purpose it Is envisaged that, before applying 
the potentiometer, preferably a thick-film potentiometer, the conducting track is provided with 
a defined microroughness in the region of the potentiometer track. 
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PrQfungsantrag gem. § 44 PatG iat gestetit 

@ Verfahren zur Herstellung elnerhaftfesten Kunststoff-Metall-Verbindung 

(§) Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Herstellung oiner 
hafttesten Kunststoff-Matall-Verbindung, insbesondere ei- 
nes Potentiometer-Leiterbahn-Systems mit einem« auf eine 
Leiterbahn aufzubringenden Kunststoffpaste-Kohle-Material 
(pickschicht-) Potentiometer. 

Es soil eine moglichst hohe Haftung zwischen der Potentio- 
meterbahn des Potentiometers und der Leiterbahn errelcht 
warden. 

Dazu ist vorgesehen, daS die Leiterbahn vor Aufbringen des 
Potentiometers^ vorzugsweise elnes Dickschichtpotentlome- 
ters, im Bereich.dar Potentiometerbahn mtt elner deflnierten 
Mikroreuhigkett versehen wird. 
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Die ffolgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESORUCKEREI 04.94 408023/174 5/36 



DE 42 40 569 Al 



Bescbreibung 

Die Erfindung betrifft e!n Verfahren zur Herstellimg 
einer haftfesten Kunststoff-Metali-Verbindung nach 
dem Oberbegriff des Anspnichs 1. 

Es ist bekannt, bti eiektronischen Schaltiingen, die 
Potentiometer cnthaiten, diese als sogenannte Dick- 
schichtpotentiometer auszubilden und mit ihrer leiten- 
den Kunststo^schicht direkt auf Leiterbahnen zu befe- 
stigen. Dabei mtlssen zwischen der Kunststoffschicht. 
die in der Regel ein ieit^iges Kunststoffpaste-Kohle- 
Material ist, und der Lciterbahn genau definierte Haf- 
tungsbedingungen eingehalten werdcn, da schon ge- 
ringste Ungenauigkeiten in der Kontaktiening zu Ver- 
anderungen des elektrischen Widerstandes der Poten- 
tiometer fflhren und damit eine sichere vorausb^tinun- 
te Funktion des Potentiometers nicht mehr gewahrlei- 
stet werden kann. Die Potentiometer weisen entweder 
sehr groQe Toleranzen auf oder es kann zu Funkdons- 
ausfailen kommea Der Widerstandswert der Potentio- 
meter wird in groBem Mafle durch die Haftung auf der 
Leiterbahn mitbestimmt 

Es ist Aufgabe der Erfmdung, ein Verfahren der gat- 
tungsgemftOen Art zu schaffen, mit dem eine Kunststoff- 
MetaU-Verbindung» insbesondere ein Potentiometer- 
Leiterbahn-System geschaffen werden kann, das sich 
durch eine hohe Haftung auszeichnet 

ErHndungsgemfii} wird die Aufgabe durch (Ue im 
kcnnzeichnenden Teil des Anspnichs 1 genannten 
Merkmale geldst 

Es wurde gefunden, daB wenn die metallischen Leiter- 
bahnen vor Aufbringen des Potentiometers mit einer 
definierten Mikrorauhigkeit versehen werden, genau 
diese Bedingungen erfQlIt werden. 

Durch die definierte Mikrorauhigkeit wird erreicht, 
da3 sich auf der Metalloberfl&che der Leiterbahn eine 
bestimmte OberflSchenstruktur in der Art einstelit, daB 
die anschiieBend aufgebrachte leitcnde Kunststoff- 
schicht (Potentiometerbahn) des Potentiometers, die im 
Verhaltnis zum Leiterbahnmaterial eine geringere Fe- 
stigkeit aufweist, sich den geschaffenen Mikrostruktu- 
ren fonh- und kraftschlQssig infolge der sich an den 
Grenzfl&chen einstellenden Bedingungen anpaBt und 
somit eine den Bedingungen angepalBte ausreichend gu- 
te Haftung erreicht wird. 

In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der Erfin- 
dung ist vorgesehen, daB die Mikrorauhigkeit so ausge- 
bildet wird, daB eine auf der Leiterbahn vorhandene 
Schutzschicht mit einer Stftrke von vorzugsweise weni- 
ger als 2 |un durch die, vorzugsweise durch Mikrostrah- 
Icn, erzeugte Rauhigkeit entstehenden Taier, diese die 
Scliutzschicht nicht durchbrechea 

Hiermit wird in vorteilhafter Weise erreicht, daB die 
insbesondere zu Korrosionsschutzzwecken aufgebrach- 
te Schutzschicht, beispielsweise aus Gold, nicht zerstOrt 
wird, und somit weiterhin der Korrosionsschutz und die 
elektrische Leitffihigkeit gewSQirieistet ist 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den in den Unteransprflchen angege- 
benen Merkmalen. 

Die Erfindung wird nachfolgend in einem AusfOh- 
rungsbeispiel anhand der zugehdrigen Zeichnung, die 
schematisch im Schnitt ein Potentiometer- Leiterbahn- 
System zeigt, nflher erl&utert 

Die Figur zeigt im stark vergrfiBerten MaBstab eine 
auf einer Leiterplatte 10 angeordnete Leiterbahn \Z 
Die Lciterbahn 12 ist mit einer Schutzschicht 14, bei- 
spielsweise aus Gold, versehen. IMe Schutzschicht weist 



dne Didce von vorzugsweise weniger als 2 fim auf. In 
einem Berdch 16 der Ldterbahn 12 bzw. der Schutz- 
schidit 14 ist eine Potentiometerbahn 18 angeordnet. 
wdche beispielsweise aus emem elektrisch leitenden 

5 Kunststoffpaste-Kohle>Materiai 20 besteht Auf die 
Darstellung von Abgri^lementen des Potentiometers 
wurde aus GrOnden der Obersichtlichkeit vendchtet 

Der Bereich 16 der Schutzschicht 14 weist an seiner 
Oberflache 22 eine Mikrorauhigkeit auf, die sich durch 

10 genau definierte Strukturen auszeichnet 

Die Rauiugkeit wird dadurch erreicht, mdem an den 
Bereich 16 vor Aufbringen der Potentiometerbahn 18 
hier nicht dargestellte Mittel herangefOhrt werden, die 
den Bereich 16 mit Feinstfeststoffpartikel mikrostrah- 

15 len. Die Mikrostralilung erfolgt dabei beispielsweise so, 
daB die Femstfeststoffpartikel, die eine KomgrOBe von 
weniger als 100 jun aufweisen, aus einem Abstand von 
beispielsweise 2 bis 50 cm, vorzugsweise 10 bis 30 cm 
auf die Oberfiadie 22 gestrahlt werdea 

20 Dim:h den Aufprall der Feinstfeststoffpartikel auf die 
Oberflache 22 der Leiterbahn 12 bzw. der Schutzschicht 
14 mit einer bestimmten kinetischen Energie werden 
entsprechend der GrOBe und der Form der Feinstfest- 
stofFpartikei Oberfl&chenstrukturen in genau definierter 

25 Art und Weise geschaffen. 

Die Mikrorauhigkeit wird dabei so eingestellt, daB 
selbst die tiefste Rauhtiefe in der Schutzschicht 14 diese 
nicht durciibricht 
Nach Einstellung der Milcrorauhigkeit wird die Po- 

30 tentiometerbahn 18 auf den Bereich 16 auf gebracht Das 
Aufbringen des elektrisch leitenden Kunststoffpaste- 
Kolile-Materials erfolgt durch Siebdruck, durch Auf- 
walzen oder ahnliche geeignete Verfahren. 
Indem die Mikrorauhigkeit des Bereichs 16 in das 

35 weichere Kunststoffpaste-Kohle-Material 20 abgebildet 
wird. haftet dieses in einem ausreichend groBen MaBe 
an der Leiterbalm 12 bzw. Schutzschicht 14 fest 

Das gesamte Potentiometersystem wird anschiieBend 
ausgehartet bzw. eingebrannt Durch die gute Haftung 

40 ist ein genau definierter elektrischer Widerstandswert 
des Potentiometers 18 gegeben, der eine hohe Einstell- 
genauigkeit zul^t 

Es ist selbstverstandlich auch mdgiich, den mit der 
Mikrorauhigkeit behafteten Bereich 16 direkt auf der 

45 Leiterbahn 12 vorzusehen, flir den Fall, daB keine 
Schutzschicht 14 vorhanden ist 
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1. Verfahren zur Herstellung einer haftfesten 
Kunststoff-Metall-Verbindung, insbesondere eines 
Potentiometer-Leiterbalm-Systems mit einem, auf 
einer Leiterbahn auf zubringenden Kunststoffpa- 
ste-Kohle-Material(Dickschicht-)-Potentiometer, 
dadurch gekennzeichiiety daB die Leiterbahn vor 
Aufbringen des Potentiometers, vorzugsweise ei- 
nes Dickschichtpotentiometers» im Bereich der Po- 
tentiometerbahn mit einer ddinierten Mikrorau- 
higkeit versehen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mikrorauhigkeit durch Mikro- 
strahlen mit Feinstfeststoffpartikel aus einer Ent- 
femung von 2 bis 50 cm, vorzugsweise 10 bis 30 cm, 
erzeugtwird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOchc, dadurch gekennzeichnet, daB als Strah- 
hmgsmedium Luft oder FlQssigkeit verwendet wird. 

4. Verfahren nach emem der vorhergehenden An- 



DE 42 40 569 

3 

sprQdie, dadurch gekennzeichnet, daO die zu strah- 
lenden Femstfeststoffpardkel elne Grdfie von 10 
bis 100 \Lau vorzugsweise 20 bis 50 ^m, aufweisen. 

5. Verfahren nacii einem der vorhergehenden An- 
spnlche, dadurch gekennzeichnet, daB die Mikro- 5 
rauhigkcit mit so geringer Rauhtiefe erzeugt wird, 
daB eine auf der Leiterbahn vorbandene, vorzugs- 
weise elektrisch leitende Schutzschicht mit einer 
StSrke von vorzugsweise weniger als 2 (un nicht 
durchbrochen wird 10 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzelchnet, daB das K.unst- 
stoffpaste-Kohle-Material auf den mikroaufge- 
rauhten Bereich durch Siebdruck, durch Aufwalzen 
Oder ahnliche gceignete Verfahren aufgebracht 15 
wird und das gesamte Potentiometersystem an- 
schlieBend ausgefaiartet bzw. eingebrannt wird 

7. Kunststoff*Metall-Verbindung, insbesondere Po- 
tentiometer-Leiterbahn-System, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB es nach einein der vorhergehenden 20 
AnsprQche hergestellt wird 
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